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Abstract (en)
Production of seamless non-ferrous, especially copper tubes from a continuously cast or extruded round bar (3) uses a round forging machine with
planetary drive. A cooled zone (K) is set up around the forming area (U) by concentrated spraying from all sides with coolant (15). The workpiece is
maintained below its recrystallization temperature.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von nahtlosen NE-Rohren, insbesondere von nahtlosem Kupferrohr aus einer stranggegossenen
oder stranggeprefBten Rohrluppe und dem anschlieBenden Walzen der Rohrluppe, insbesondere auf einem Planetenschragwalzwerk, zu einem
Rohr. Erfindungsgemaf wird die Rohrluppe (3) zur Ausbildung einer Kiihlzone (K) in der einlaufenden Umformzone (U) des Walzwerks durch
allseitig konzentrisch gerichtetes, intensives Bespriihen mit Kiihimedien (15), vorzugsweise unter hohem Druck beaufschlagt und dabei eine solche
Warmemenge abgefiihrt, daf3 ein Temperaturanstieg des gewalzten Kupferrohres (4), insbesondere auf Rekristallisationstemperatur, zumindest
teilweise unterdriickt wird. <IMAGE>
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